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2024 年 2 月 5 日 

各  位 

会 社 名  株式会社東京精密 

代表者名  代表取締役社長 COO 木村 龍一 

         （コード番号： 7729 東証プライム） 

問合せ先  代表取締役副社長 CFO 川村 浩一 

（TEL. 042－642－1701） 

 

（訂正）「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」および 

2024 年 3 月期第 2 四半期決算説明会資料の一部訂正について 

 

2023 年 11 月 2 日に開示いたしました「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」、「2023 年

度(2024 年 3 月期) 第 2 四半期決算説明会」、および「2023 年度(2024 年 3 月期) 第 2 四半期決算説明会 

(ノート付)」 について一部訂正がありましたのでお知らせいたします。  

なお、この訂正による財務諸表への影響はありません。 

 

 

記 

 
１. 訂正内容と理由 

第 3 四半期連結累計期間の連結計算書類作成過程で、第 2 四半期のセグメント利益に誤りがあることが判

明いたしましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

２. 訂正箇所 

訂正箇所には下線を付して表示しております。 
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「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」  

 

（添付資料 2 ページ） 

1. 当四半期決算に関する定性的情報 
 
【訂正前】 
(1) 経営成績に関する説明 

＜省略＞ 
【半導体製造装置部門】 
＜省略＞ 

この結果、当第 2 四半期連結累計期間における当部門の受注高は 423 億 3 百万円（前年同期比 
30.8 %減）、売上高 469 億 64 百万円（前年同期比 15.2 %減）、営業利益は 92 億 98 百万円（前年同期
比 33.2 %減）となりました。 

 
【訂正後】 
(1) 経営成績に関する説明 

＜省略＞ 
【半導体製造装置部門】 
＜省略＞ 

この結果、当第 2 四半期連結累計期間における当部門の受注高は 423 億 3 百万円（前年同期比 
30.8 %減）、売上高 469 億 64 百万円（前年同期比 15.2 %減）、営業利益は 89 億 82 百万円（前年同期
比 35.5 %減）となりました。 

 
 
（添付資料 3 ページ） 
【訂正前】 

【計測機器部門】 
＜省略＞ 

この結果、当部門における当第 2 四半期連結累計期間の受注高は 172 億 6 百万円（前年同期比 9.6 %
減）、売上高 165 億 73 百万円（前年同期比 5.7 %増）、営業利益は 20 億 90 百万円（前年同期比 
18.7 %増）となりました。 

 
【訂正後】 

【計測機器部門】 
＜省略＞ 

この結果、当部門における当第 2 四半期連結累計期間の受注高は 172 億 6 百万円（前年同期比 9.6 %
減）、売上高 165 億 73 百万円（前年同期比 5.7 %増）、営業利益は 24 億 7 百万円（前年同期比 36.6 %
増）となりました。 
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（添付資料 10 ページ） 

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 
 
【訂正前】 
(セグメント情報等) 

＜省略＞ 

当第 2 四半期連結累計期間（自 2023 年 4 月 1 日  至 2023 年 9 月 30 日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 （単位：百万円） 

 報告セグメント 
合計 半導体製造装

置 計測機器 

売上高    

 外部顧客への売上高 46,964 16,573 63,537 

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － 

 計 46,964 16,573 63,537 

セグメント利益 9,298 2,090 11,389 

（注）セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています｡ 

 
【訂正後】 
(セグメント情報等) 

＜省略＞ 

当第 2 四半期連結累計期間（自 2023 年 4 月 1 日  至 2023 年 9 月 30 日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 （単位：百万円） 

 報告セグメント 
合計 半導体製造装

置 計測機器 

売上高    

 外部顧客への売上高 46,964 16,573 63,537 

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － 

 計 46,964 16,573 63,537 

セグメント利益 8,982 2,407 11,389 

（注）セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています｡ 
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「2023 年度(2024 年 3 月期) 第 2 四半期決算説明会」 

(5 ページ) 「半導体製造装置セグメント」 
【訂正前】 

 
 
【訂正後】 
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(6 ページ) 「半導体 – 四半期業績推移」 
【訂正前】 

 
 
【訂正後】 
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(8 ページ) 「計測機器セグメント」 

【訂正前】 

 
 
【訂正後】 
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(9 ページ) 「計測 – 四半期業績推移」 
【訂正前】 

 
 

【訂正後】 
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(１７ページ) 「半導体 – 売上高・受注高 見込」 
【訂正前】 

 
 

【訂正後】
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(18 ページ) 「計測 – 売上高・受注高 見込」 
【訂正前】 

 
 
【訂正後】 
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(29 ページ) 「セグメント別業績推移」 
【訂正前】 

 
 
【訂正後】 
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「2023 年度(2024 年 3 月期) 第 2 四半期決算説明会 (ノート付)」 

(5 ページ) 「半導体製造装置セグメント」 
【訂正前】 
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【訂正後】 
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(6 ページ) 「半導体 – 四半期業績推移」 
【訂正前】 
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【訂正後】 
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(8 ページ) 「計測機器セグメント」 
【訂正前】 
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【訂正後】 
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(9 ページ) 「計測 – 四半期業績推移」 
【訂正前】 
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【訂正後】 
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(17 ページ) 「半導体 – 売上高・受注高 見込」 
【訂正前】 
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【訂正後】 
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(18 ページ) 「計測 – 売上高・受注高 見込」 
【訂正前】 
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【訂正後】 
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(29 ページ) 「セグメント別業績推移 Segment Information」 
【訂正前】 
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【訂正後】 

 
以上 


